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【年通号数】公開・登録公報2013-033
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【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/364    (2014.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/00     (2014.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/91     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   1/02    　　　Ｇ
   Ｈ０５Ｋ   3/00    　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ   3/00    　　　Ｘ
   Ｂ２３Ｋ  26/00    　　　Ｄ
   Ｂ２３Ｋ  26/00    　　　Ｈ
   Ｃ０４Ｂ  41/91    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月20日(2014.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視において延設方向に沿っている直線部を有して底面には凹凸を有する溝部を、備
えていることを特徴とするセラミック基板。
【請求項２】
　前記溝部が交差している交差領域を有し、
　前記交差領域の底面は、前記溝部が交差していない領域の底面よりも、前記表面との間
の距離が大きいことを特徴とする請求項１に記載のセラミック基板。
【請求項３】
　前記溝部の底面は、前記溝部の延設方向に凹凸が連続して配置されている形状であるこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のセラミック基板。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基
板と、
　電子部品と、を備えていることを特徴とする電子デバイス。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項３の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基
板を備えていることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載のセラミック基板に電子部品を搭載する工程
と、
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　前記電子部品を搭載した後に前記セラミック基板を分割する工程と、
を含むことを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基板
に電子部品を搭載する工程を含むことを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【請求項８】
　セラミック基板の表面にレーザーを照射して溝部を形成する方法であって、
　平面視による形状が直線部を含む側面を形成する側面形成工程と、
　底面に凹凸を形成する底面加工工程と、
を含むことを特徴とするセラミック基板の製造方法。
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